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概要

半導体部品の低コスト化に伴い、AuからCuワイヤへの移行が加速しています。
難点は、既存のパッケージ開封方法では樹脂と共にCuワイヤも溶解され、後の調査に支障が出る点で
あり、IC形状や内容に合わせダメージを抑えた手法が求められます。

特徴
ワイヤ表面の観察、ボンディング問題の確認、エミッション観察の通電など、故障解析の目的に合わせた
パッケージ開封を行います。

樹脂除去後のワイヤー状態

＊開封後のCuワイヤの状態は、樹脂種、ワイヤ種、形状等により程度が異なりますので、事前トライアルをお勧めしております。

Cuワイヤー問題調査事例

ステッチ部断線 パッド下層割れ
（クレータリング調査）


